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　　2.1 锡球的品种
　　2.2 锡球的应用
　　2.2.1 锡球的主要应用领域
　　2.2.2 锡球的实际使用
　　2.2.3 锡球的市场特点
　　3. 锡球的制造技术
　　3.1 各种锡球制造工艺法的概述
　　3.1.1 气雾化法
　　3.1.2 离心雾化法
　　3.1.3 切丝重熔法
　　3.1.4 均匀液滴成型法
　　3.1.5 几种制造锡球工艺法的分析对比
　　3.2 切丝重熔法工艺过程及其质量控制
　　3.2.1 切丝重熔法原理及工艺流程
　　3.2.2 切丝重熔法制造锡球所需的主要设备
　　3.2.3 切丝重熔法的技术特点
　　3.3 气雾化法工艺过程及其质量控制
　　3.4 均匀液滴成型法的工艺特点及研究开展
　　3.4.1 均匀液滴成型法的基本原理
　　3.4.2 利用均匀液滴法生产单分散颗粒的研究现状
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　　4.3 锡球关键质量的要求
　　4.3.1 锡球关键质量指标的主要术语
　　4.3.2 锡球关键质量指标的要求
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　　4.4 无铅锡球的主要品种、组成成分及熔融温度
　　4.5 国内外锡球主要性能水平的对比
　　5. 无铅化锡球的发展
　　5.1 焊料发展的历史
　　5.2 国内外焊料无铅化的开展情况
　　5.2.1 国际情况
　　5.2.2 国内情况
　　5.3 无铅焊料产品与应用情况
　　5.3.1 无铅焊料的含铅量的限定
　　5.3.2 无铅焊料的主要种类及特性
　　5.4 SN-AG，SN-AG-CU系无铅焊料产品情况
　　5.4.1 SN-AG二元合金焊料
　　5.4.2 SN-AG-CU三元合金焊料
　　5.4.3 SN-AG、SN-AG-CU系焊料目前存在的问题
　　5.5 无铅焊料的专利情况
　　5.5.1 两个在世界上影响力最大的无铅焊料专利
　　5.5.2 日本千住金属在国外的专利授权公司情况
　　5.5.3 对无铅焊料知识产权的分析
　　5.5.4 无铅锡球在制造中的技术难点
　　6. 锡球主要原料——锡材料的供应情况
　　6.1 锡原料的生产情况
　　6.2 全球锡消费市场的分析
　　6.2.1 锡市场结构分析
　　6.2.2 2008年锡市场情况
　　6.2.3 2009年锡市场情况
　　6.3 国内锡生产、供应情况
　　7. BGA和CSP封装用锡球的市场情况
　　7.1 IC封装的发展历程
　　7.2 BGA、CSP等新型半导体封装产品与技术发展
　　7.3 世界IC封装市场与产业的发展
　　7.4 我国半导体封测产业概况及市场
　　7.4.1 我国集成电路产业的整体现状
　　7.4.2 我国半导体封测业生产总体情况
　　7.4.3 我国半导体封测厂商分布及产能情况
　　7.4.4 2007年我国半导体封测业销售额前30家企业情况
　　7.4.5 国内主要半导体封装测试企业的情况分述
　　8. 境外锡球生产现状与发展
　　8.1 总述
　　8.2 境外主要生产锡球的厂家
　　8.2.1 千住金属工业株式会社
　　8.2.2 日本斯倍利亚株式会社
　　8.2.3 减摩合金工业株式会社
　　8.2.4 日立金属株式会社
　　8.2.5 新日本制铁株式会社
　　8.2.6 三菱材料
　　8.2.7 美国阿尔法材料公司
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　　8.2.12 中国台湾升贸科技股份有限公司
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　　9.1 总述
　　9.2 我国国内主要生产锡球的厂家
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　　9.2.2 安徽精通科技有限公司
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